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® Auf der Basis von Halbleiterchips arbeitendes Beleuchtungselement 

© Die Erfindung betrifft ein Beleuchtungselement mit auf 
einem leitenden Tragermaterial angeordneten und uber 
daran eingerichtete Leiterbahnen ansteuerbaren Halblei- 
terchips, wobei jeder Halbleiterchip (12) in einer in die 
Oberflache des Tragermaterials eingesenkten Vertiefung 
(11) als den Halbleiterchip (12) einschliefcender Reflektor 
angeordnet ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Beleuchtungselement mit auf 
einem leitenden Tragermaterial angeordneten und uber 
daran eingerichtete Leiterbahnen ansteuerbaren Halbleiter- 
chips. 

Ein Beleuchtungselement der vorgenannten Art ergibt 
sich aus der WO 90/13885; bei einem Ausfuhrungsbeispiel 
der darin im einzelnen beschriebenen Hintergrundbeleuch- 
tung ist in einem Reflexionsflachen ausbildenden Kunst- 
stoffrahmen eine Platine als Leiterplatte mit auf deren ebe- 
ner Oberflache angeordneten Halbleiterchips gehaltert, wo- 
bei zur Ausbildung der Hintergrundbeleuchtung der Leiter- 
platte gegeniiberliegend eine durch eine Diffusorfolie aus- 
gebildete, von den Halbleiterchips auszuleuchtende Leucht- 
flache angeordnet ist. 

Erganzend ist es bei derartigen Hintergrundbleuchtungen 
zur Erzeugung unterschiedlicher Farbgebungen durch Be- 
nutzung bekannt, Licht in unterschiedlichen Farben emittie- 
rende Halbleiterchips in Kombination miteinander einzuset- 
zen. 

Mit einem gattungsgemaBen Beleuchtungselement ist der 
Nachteil verbunden, daB die Intensitat seiner Lichtabstrah- 
lung nicht ausreichend ist, um beispielsweise ein derartiges 
Beleuchtungselement auBerhalb der bekannten Verwendung 
als Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz zu bringen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Be- 
leuchtungselement der eingangs genannten Art mit einer 
verbesserten Intensitat seiner Lichtemission zu schaffen. 

Die Erfindung sieht in ihrem Grundgedanken vor, daB je- 
der Halbleiterchip in einer in die Oberflache des Tragerma- 
terials eingesenkten Vertiefung als den Halbleiterchip ein- 
schlieBender Reflektor angeordnet ist. Mit der Erfindung ist 
der Vorteil verbunden, daB die Intensitat der Lichtabstrah- 
lung von den Halbleiterchips um einen maBgeblichen Be- 
trag gesteigert ist; so ist eine im Vergleich zur Intensitat der 
Lichtabstrahlung von eben auf einer Oberflache eines leiten- 
den Materials aufgebrachten Halbleiterchips um 30% ver- 
besserte Intensitat bestimmt worden. Je nach dem Winkel 
der als Reflektoren eingebrachten Vertiefungen, der bei- 
spielsweise zwischen 7 Grad und 120 Grad liegen kann, ist 
eine Ausrichtung der Lichtabstrahlung im Sinne einer eher 
flachigen bzw. einer eher punktformigen Abstrahlung mog- 
lich. 

In einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung ist Grund- 
lage des Beleuchtungselementes eine aus dem Stand der 
Technik, beispielsweise der WO 90/13885, bekannte Leiter- 
platte, bei welcher das leitende Tragermaterial Bestandteil 
einer lichtundurchlassigen Leiterplatte ist und die als Re- 
flektoren wirkenden Vertiefungen in die Oberflache der Lei- 
terplatte eingesenkt sind, wobei die Oberflache der Leiter- 
platte mit Ausnahme der von den Vertiefungen eingenom- 
menen Bereiche mit einer Siebstoppmaske belegt ist. Hier- 
bei wird die Reflektion der mit Halbleiterchips bestiickten 
Leiterplatte durch die auf deren Oberflache aufgebrachte 
weiBe oder schwarze Siebstoppmaske verbessert. 

Nach einem Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, daB zur 
Kiihlung der Leiterplatte und zur Ausbildung von Regel- 
moglichkeiten fiir die Ansteuerung der Halbleiterchips die 
Leiterplatte einen schichtarugen Aufbau mit einer eingela- 
gerten Metallschicht aufweist. Soweit dabei die Leiterbah- 
nen zur Ansteuerung der Halbleiterchips den Schichtenauf- 
bau der Leiterplatte schneidend angeordnet sind, ist beim 
DurchstoBen der Metallschicht eine Isolierung der Leiter- 
bahnen ausgebildet, so daB die Moglichkeit einer Durchkon- 
taktierung der Halbleiterchips in die einzelnen Schichten- 
ebenen der Leiterplatte moglich ist. Die Leiterplatten kon- 
nen dabei je nach der auszuwahlenden Schaltung einseitig 



mit einer Schaltung versehen oder als Multilayer bekannten 
Ausbildung ausgefuhrt sein. 

Nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung kann vor- 
gesehen sein, daB jede Vertiefung von einer in die Oberfla- 

5 che der Leiterplatte eingelassenen Kehle umgeben ist; die 
die Vertiefung umgebende Kehle dient im wesentlichen bei 
Einbringen einer VerguBmasse als Schutz fur die in der Ver- 
tiefung angeordneten Halbleiterchips als Begrenzung fur 
das FlieBen der VerguBmasse bei der Herstellung des Be- 

10 leuchtungselements. Gleichzeitig ist die ebenfalls mit der 
Siebstoppmaske versehene Kehle als Isolierung anzusehen, 
soweit nach einem Ausfuhrungsbeispiel die die Vertiefung 
einschlieBende Kehle von einer ringformigen, der Bondung 
des Halbleiterchips dienenden Kontaktflache umschlossen 

15 ist. 

Grundlage des Beleuchtungselements kann jedoch nach 
einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung auch ein aus ei- 
nem leitenden Material herausgestanztes Stanzgitter sein, 
wobei das Stanzgitter in sich die erforderlichen Leiterbah- 

20 nen fur die an zugewiesenen Punkten auf dem Stanzgitter 
vorgesehenen Halbleiterchips vorgibt und ausbildet; inso- 
weit ist die Form des Stanzgitters durch die Form der Sch 
tung fur die Ansteuerung der Halbleiterchips gepragt urua 
vorgegeben. Als Material fiir die Herstellung des Stanzgit- 

25 ters kann beispielsweise Stahl, Eisen, Kupfer oder Messing 
herangezogen werden, wobei die Vertiefungen zur Auf- 
nahme der Halbleiterchips in die Oberflache des Stanzgitters 
eingepragt sind. Zur Ausbildung der bei Halbleiterchips er- 
forderlichen Bondung ist das Stanzgitter in den dafur vorge- 

30 sehenen Bereichen vergoldet, versilbert oder mit einer Auf- 
lage von Paladium versehen. Der Vorteil einer derartigen 
Ausbildung als Stanzgitter liegt in der Materialersparnis und 
in dem Verzicht auf bei herkommlichen Leiterplatten not- 
wendige Kunststoffanteile. 

35 Zur Herstellung eines Beleuchtungselementes kann vor- 
gesehen sein, daB das Stanzgitter in einem lichtdurchlassi- 
gen Kunststoff eingebettet ist, wobei die Einbettung durch 
UmgieBen oder Umspritzen mit einem lichtdurchlassigen, 
lichtverteilenden, klaren oder diffusen Kunststoff oder 

40 durch das Einlegen in ein fertig vorbereitetes Kunststoffele- 
ment verwirklicht sein kann. Dabei wird iiber das Stanzgit- 
ter in vorteilhafter Weise auch die beim StromdurchfluB er- 
zeugte Warme abgeleitet. 

Zum Schutz der in den Vertiefungen angebrachten Hai. 

45 leiterchips sowie zur Verbesserung der Lichtabstrahlung 
kann nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung in an 
sich bekannter Weise vorgesehen sein, daB die Vertiefung 
mit dem eingesetzten Halbleiterchip mit einer lichtdurchlas- 
sigen VerguBmasse als opuscher Abdeckung ausgefullt ist; 

50 als VerguBmasse kann ein Silikon oder Kunstharz in Form 
eines sogenannten UV-Epoxys Verwendung finden. Soweit 
nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung dabei vorge- 
sehen ist, daB die VerguBmasse die Oberflache der Leiter- 
platte unter Ausbildung einer die Vertiefung abdeckenden 

55 Kuppel uberragt, wirkt die die Vertiefung umgebende Kehle 
als Begrenzung fur das AusflieBen der VerguBmasse, so daB 
dadurch eine gute Formgebung fiir die VerguBmasse er- 
reichbar ist. 

Zur Verbesserung der Intensitat der Lichtabstrahlung 
60 kann nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung vorge- 
sehen sein, daB auf jede Vertiefung der Leiterplatte bzw. des 
Stanzgitters eine die Vertiefung konvex iiberspannende 
Linse aufgesetzt ist. Soweit dabei zunachst vorgesehen ist, 
jeder einzelnen Vertiefung eine gegossene oder gespritzte 
65 einzelne Linse zuzuordnen, kann nach einem Ausfuhrungs- 
beispiel vorgesehen sein, daB die Leiterplatte bzw. das 
Stanzgitter mit einem Linsenteil mit in diesem den in der 
Leiterplatte befindlichen Vertiefungen zugeordnet ausgebil- 
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deten konvexen Linsen zusammenschlieBbar ist. Hierbei 
kann die Leiterplatte oder das Stanzgitter zur Ausbildung 
des Linsenteils unmittelbar urnspritzt oder urngossen wer- 
den; alternativ ist aber auch die gesonderte Herstellung ei- 
nes entsprechenden Linsenteils von der Erfindung umfaBt, 5 
welches dann auf die Leiterplatte oder das Stanzgitter auf- 
setzbar und rnit dieser zu verbinden ist. Dabei kann vorgese- 
hen sein, daB zur Verbesserung der Anbindung zwischen der 
als Reflektor wirkenden Vertiefung und der zugehorigen 
Linse der von der Vertiefung mit dem darin angeordneten 10 
Halbleiterchip und von der zugeordneten Linse gemeinsam 
umschlossene Innenraum mit einer lichtdurchlassigen Ver- 
guBmasse ausgefiillt ist. 

Um die an sich bei Einsatz von verschiedenen Licht in un- 
terschiedlichen Farben emittierenden Halbleiterchips be- 15 
kannte additive Farbmischung bei dem erfindungsgemaBen 
Beleuchtungselement zu nutzen, kann vorgesehen sein, daB 
die einzelnen Vertiefungen mit verschiedenen, jeweils Licht 
in unterschiedlichen Farben emittierenden Halbleiterchips 
bestuckt sind. Dabei stehen Halbleiterchips fur die Farben 20 
Blau, Griin, Rot und Gelb zur Verfugung. Es ist dabei auch 
moglich, in einer jeweiligen Vertiefung mehrere Licht in un- 
terschiedlichen Farben emittierende Halbleiterchips anzu- 
ordnen. Hierzu ist die Kantenlange der Vertiefung entspre- 
chend groB auszulegen. 25 

Soweit blaues Licht emittierende Halbleiterchips entwe- 
der allein oder gemeinsam mit andersfarbiges Licht emittie- 
renden Halbleiterchips zur Anwendung kommen, ist es zur 
Erzeugung eines WeiBlichts vorgesehen, der VerguBmasse 
ein die blaue Lichtemission transformierendes Konverter- 30 
pulver zuzusetzen, welches nach einem Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung aus Yttriumaluminat dotiert mit Cerium 
besteht. Dabei hat es sich uberraschenderweise herausge- 
stellt, daB das in der VerguBmasse enthaltene Konverterpul- 
ver die Emission der anderen Farben Griin, Rot und Gelb 35 
nicht stort, so daB auch bei einem gemeinsamen Einsatz un- 
terschiedliche Farben emittierender Halbleiterchips eine das 
Konverterpulver enthaltende VerguBmasse einheitlich uber 
alle Halbleiterchips aufgebracht werden kann. Damit steht 
fur das additive Farbmischen auch ein WeiBlicht als Misch- 40 
faktor zur Verfugung. 

Mit der erfindungsgemaBen Ausgestaltung der mit Licht 
emittierenden Halbleiterchips bestuckten Leiterplatte bzw. 
eines entsprechend ausgebildeten Stanzgitters wird auf- 
grund der damit zur Verfugung gestellten Intensitat der 45 
Lichtabstrahlung erstmals die Moglichkeit geschaffen, 
Halbleiterchips auch fur die Raumbeleuchtung einzusetzen, 
und so ist nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
vorgesehen, daB die mit Halbleiterchips bestuckte Leiter- 
platte zur Ausbildung einer fur die Raumbeleuchtung ein- 50 
setzbaren Leuchte in einen mit elektrischen Anschliissen 
versehenen Leuchtenkorper mit einer wenigstens teilweise 
lichtdurchlassigen Wandung eingesetzt ist. Die als Schutz 
fur die mit den Halbleiterchips bestuckten Leiterplatten wir- 
kenden Leuchtenkorper konnen dabei nach Ausfiihrungs- 55 
beispielen der Erfindung die Form einer herkommlichen 
Gliihlampe oder einer rohrenformigen Leuchtstofflampe 
aufweisen, wobei zur Herstellung der elektrischen An- 
schlusse auf die ublichen Lampenfassungen mit Schraub- 
oder Bajonettsockel oder auf die bei Leuchtstofiflampen ub- 60 
lichen Steckverbindungen zuruckgegriffen werden kann. 
Mil den derart ausgebildeten Beleuchtungselementen in 
Form von Leuchtenkorpern ist eine Reihe von wesentlichen 
Vorteilen verbunden. Aufgrund der in die Leuchtenkorper 
inlegrierten, mit Halbleiterchips bestuckten Leiterplatten 65 
sind die Beleuchtungskorper fur alle Spannungsbereiche, 
beispielsweise die Kleinschutzspannungen oder aber auch 
die Netzspannung von 220 bis 240 V einsetzbar. Es findet 
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keine Warmeabstrahlung statt, und es ist nur ein geringer 
Leistungsverbrauch gegeben. Insbesondere enthalt das ab- 
gestrahlte Licht keine TJV- oder Infrarot-Anteile. In vorteil- 
hafter Weise sind die so ausgestalteten Beleuchtungsele- 
mente vollig unempfindlich gegen Erschutterungen. Soweit 
Licht in unterschiedlichen Farben emittierende Halbleiter- 
chips eingesetzt werden, ist eine beliebige Farbmischung 
durch einfaches Ansteuern der Halbleiterchips moglich, und 
dabei sind beliebige Farborte einstellbar bzw. festlegbar. Die 
Ruckseite der in die Leuchtenkorper eingesetzten Leiterplat- 
ten oder Stanzgitter steht dabei fur die Anordnung von IC- 
Schaltungen beispielsweise fur das Dimmen der Beleuch- 
tungselemente zur Verfugung, so daB zusatzliche Steuerein- 
richtungen nicht erforderlich sind. Die Leuchtenkorper 
selbst zeichnen sich durch eine einfache Herstellungsmog- 
lichkeit beispielsweise durch Tiefziehen, Extrudieren oder 
Spritzen aus. Die so hergestellten Beleuchtungselemente er- 
fordern kein Vakuum und keine Gasanteile, und aus diesem 
Grunde ist auch das Recycling der Beleuchtungselemente 
unproblematisch. Zur Verbesserung der Lichtabstrahlung ist 
auch bei derart ausgebildeten Beleuchtungselementen vor- 
gesehen, daB die lichtdurchlassige Wandung des Leuchten- 
korpers eine Struktur mit auf ihrer Innenseite angeordneten 
gegeniiber dem Innenraum konvex gewolbten Linsen auf- 
weist. 

Da die Halbleiterchips als lichtabstrahlende Elemente 
keine Warme produzieren, ist es moglich, die Leuchtenkor- 
per aus Kunststoff herzustellen, und diese Ausbildung gibt 
gleichzeitig die vorteilhafte Moglichkeit, in die Herstellung 
der Leuchtenkorper sogleich auch die jeweilige designeri- 
sche Auslegung eines Lampenkorpers hinzuzunehmen. So- 
weit also ein Leuchtenkorper mit einem Lampenkorper oder 
einem Lampenschirm gemeinsam eine Lampe oder Leuchte 
ausbildet, besteht die Moglichkeit, bei einem erfindungsge- 
maB ausgestalteten Beleuchtungselement sogleich den Lam- 
penkorper oder den Schirm mit in die Herstellung der 
Leuchte bzw. des Leuchtenkdrpers zu integrieren. 

Die vorgenannten Vorteile machen das Beleuchtungsele- 
ment besonders geeignet fur den Einsatz bei der Ausleuch- 
tung von Verkaufstheken fur Lebensmittel, da sich heraus- 
gestellt hat, daB die heute ublicherweise verwendeten 
Leuchten wegen der Warmeabstrahlung sowie wegen der im 
ausgestrahlten Licht enthaltenen UV- und Infrarot-Anteile 
schadlichen EinfluB auf die Haltbarkeit der Lebensmittel, 
insbesondere von Fleisch, Kase oder Backwaren nehmen. 
So wird festgelegt, daB die Lebensmittel nur in bestimmten 
und vorgegebenen Farben angestrahlt werden, wie dies fur 
Fleisch in der DIN 10504 bereits geregelt ist. Diese Vorga- 
ben sind aufgrund der einfachen und genau vorzunehmen- 
den Farbmischung bzw. Einstellung eines definierten Far- 
bortes uber die Ansteuerung der Halbleiterchips in vorteil- 
hafter Weise einzuhalten, so daB die Verwendung der erfin- 
dungsgemaB ausgebildeten Beleuchtungselemente fur die 
Beleuchtung von Lebensmitteln einen besonderen Verwen- 
dungsaspekt darstellt. 

In der 2^eichnung sind Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung wiedergegeben, die nachstehend beschrieben sind. Es 
zeigen: 

Fig. 1 eine mit Halbleiterchips bestuckte Leiterplatte in 
einer Draufsicht, 

Fig. 2 einen Ausschnitl aus der Leiterplatte gemaB Fig. 1 
in einer Seitenansicht, 

Fig. 3 eine einzelne als Reflektor wirkende Vertiefung der 
Leiterplatte in einer Draufsicht, 

Fig. 4 eine Leuchte in Form einer Gluhlampe mit einer 
eingesetzten Leiterplatte, 

Fig. 5 eine Leuchte in Form einer Leuchtstoffrohre mit ei- 
ner eingesetzten Leiterplatte in Seitenansicht, 
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Fig* 6 den Gegenstand der Fig. 5 in einer geschnittenen 
Stimansicht. 

Die in Fig. 1 in einer Draufsicht dargestellte Leiterplatte 
10 ist rnit in ihrer Oberflache eingebrachten Vertiefungen 11 
versehen, die als Reflektoren fiir im Tiefsten der Vertiefun- 5 
gen 11 angeordnete Halbleiterchips 12 wirken. Die Vertie- 
fungen 11 sind von einer in die Oberflache der Leiterplatte 
10 eingelassenen Kehle 23 umgeben, die dazu vorgesehen 
is^ beirn Einbringen einer als Schutz fiir die Halbleiterchips 
12 dienenden VerguBmasse 15 das AusflieBen der VerguB- 10 
masse 15 zu verhindem und insoweit eine gewiinschte 
Formgebung fur die VerguBmasse 15 herzustellen. Der im 
Hefsten der Vertiefung 11 angebrachte Halbleiterchip 12 ist 
iiber einen Bonddraht 14 an eine auf der Oberflache der Lei- 
terplatte angeordnete Schaltung angeschlossen (Fig* 2, linke 15 
Halfte). Wie sich aus Fig. 2, rechte Halfte, entnehmen laBt, 
ist es auch vorgesehen, eine gesonderte Linse 16 mit einer 
konvexen Ausbildung die Vertiefung 11 iiberspannend auf 
der Leiterplatte aufzubringen. 

Wie sich aus Fig. 3 entnehmen laBt, konnen in einer ein- 20 
zigen Vertiefung 11 auch mehrere verschiedenfarbiges Licht 
emittierende Halbleiterchips angeordnet sein, wobei mit 1 
ein blaues Licht abstrahlender Halbleiterchip, mit 2 ein wei- 
terer blaues Licht abstrahlender Halbleiterchip, mit 3 ein 
grimes Licht abstrahlender Halbleiterchip, mit 4 ein rotes 25 
Licht abstrahlender Halbleiterchip und mit 5 ein gelbes 
Licht abstrahlender Halbleiterchip bezeichnet sind. Wird auf 
die so bestiickte Vertiefung 11 eine VerguBmasse 15 mit ei- 
nem Konverterpulver aufgebracht, so werden die blauen 
Lichtanteile in WeiBlicht transformiert, und somit steht eine 30 
weitere Farbkomponente fur das additive Farbmischen und 
zur Einstellung eines vorgegebenen Farbortes zur Verfu- 
gung. 

Fig. 4 ist die Weiterbildung eines Beleuchtungselementes 
gemaB den Fig. 1 bis 3 in Form einer der Raumbeleuchtung 35 
dienenden Leuchte dargestellt, wobei die Leuchte der Form 
einer handelsiiblichen Gluhlampe 17 nachvollzogen ist. Der 
so gebildete Leuchtenkorper weist eine ubliche Fassung 18 
auf, so daB die derart gebildete Leuchte in alle iiblichen Be- 
leuchtungskdrper einsetzbar ist. An die Fassung 18 an- 40 
schlieBend ist eine gemaB Fig. 1 bis 3 ausgebildete Leiter- 
platte 10 eingesetzt, wobei die die Leiterplatte 10 umgeben- 
den Bereiche der Wandung 24 des Leuchtkorpers 17 eine 
Verspiegelung 19 aufweisen. Die lichtdurchlassigen Wan- 
dungsbereiche sind mit einer Linsenstruktur 20, einer Pris- 45 
menstruktur oder Aufrauhung nach dem Vorbild der in Fig. 
2, rechte Darstellung, gezeigten Linse 16 versehen, so daB 
auf die Aufbringung von gesonderten Linsen auf der Leiter- 
platte 10 im Inneren des Leuchtenkorpers 17 verzichtet wer- 
den kann. 50 

Die Fig. 5 und 6 zeigen eine entsprechende Integration ei- 
ner Leiterplatte 10 in einen rohrenforrnigen Leuchtenkorper 
21, der der Form einer iiblichen Leuchtstoffiampe nachemp- 
funden ist und hierzu Steckeranschlusse 22 aufweist. 

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Patentanspru- 55 
chen, der Zusammenfassung und der Zeichnung offenbarten 
Merkmale des Gegenstandes dieser Unterlagen konnen ein- 
zeln als auch in beliebigen Kombinationen untereinanderfiir 
die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen 
Ausfuhrungsformen wesentlich sein. 60 

Patentanspriiche 

1 . Beleuchtungselement mit auf einem leitenden Tra- 
germaterial angeordneten und iiber daran eingerichtete 65 
Leiterbahnen ansteuerbaren Halbleiterchips, wobei je- 
der Halbleiterchip (12) in einer in die Oberflache des 
Tragermaterials eingesenkten \fertiefung (11) als den 



Halbleiterchip (12) einschlieBender Reflektor angeord- 
net ist. 

2. Beleuchtungselement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das leitende Tragermaterial Be- 
standteil einer lichtundurchlassigen Leiterplatte (10) ist 
und die als Reflektoren wirkenden Vertiefungen (11) in 
die Oberflache der Leiterplatte (10) eingesenkt sind 
und daB die Oberflache der Leiterplatte (10) mit Aus- 
nahme der von den Vertiefungen (11) eingenommenen 
Bereiche mit einer Siebstoppmaske belegt ist. 

3. Beleuchtungselement nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB jede Vertiefung (11) von einer in die 
Oberflache der Leiterplatte (10) eingelassenen Kehle 
(23) umgeben ist. 

4. Beleuchtungselement nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die die Vertiefung (11) umschlie- 
Bende Kehle (23) von einer ringfbrrnigen, der Bondung 
des Halbleiterchips (12) dienenden Kontaktflache um- 
schlossen ist. 

5. Beleuchtungselement nach einem der Anspruche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterplatte 

(10) einen schichtartigen Aufbau mit einer eingelag- 
ten Metallschicht (13) aufweist. 

6. Beleuchtungselement nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen zur Ansteuerung 
der Halbleiterchips (12) den Schichtenaufbau der Lei- 
terplatte (10) schneidend angeordnet sind, wobei beim 
DurchstoBen der Metallschicht (13) eine Isolierung der 
Leiterbahnen ausgebildet ist. 

7. Beleuchtungselement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Tragermaterial ein leitendes Me- 
tall ist und die Leiterbahnen als ebenes Stanzgitter aus- 
gebildet und mit einer die Bondung der Halbleiterchips 
(12) ermoglichenden Oberflache versehen sind, wobei 
die die Reflektoren fiir die Halbleiterchips (12) ausbil- 
denden Vertiefungen (11) in die Oberflache der Leiter- 
bahnen eingepragt sind. 

8. Beleuchtungselement nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Stanzgitter in ein lichtdurchlassi- 
ges Kunststoffmaterial eingebettet sind. 

9. Beleuchtungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Vertiefung (11) 
mit dem eingesetzten Halbleiterchip (12) mit eir~ 
lichtdurchlassigen VerguBmasse (15) ausgefullt ist. 

10. Beleuchtungselement nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die VerguBmasse (15) die Oberfla- 
che der Leiterplatte (10) bzw. des Stanzgitters unter 
Ausbildung einer die Vertiefung (11) abdeckenden 
Kuppel uberragt. 

11. Beleuchtungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB auf jede Vertiefung 

(11) von Leiterplatte (10) bzw. des Stanzgitters eine die 
Vertiefung (11) konvex uberspannende Linse (16) auf- 
gesetzt ist. 

12. Beleuchtungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterplatte 

(10) bzw. das Stanzgitter mit einem Linsenteil mit in 
diesem den in der Leiterplatte (10) befindlichen Vertie- 
fungen (11) zugeordnet ausgebiideten konvexen Lin- 
sen zusammenschlieBbar ist. 

13. Beleuchtungselement nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB der von der Vertiefung 

(11) mit dem darin angeordneten Halbleiterchip (12) 
und von der zugeordneten Linse (16) gemeinsam um- 
schlossene Innenraum mit einer lichtdurchlassigen 
VerguBmasse (15) ausgefullt ist. 

14. Beleuchtungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die einzelnen Ver- 
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tiefungen (11) mit verschiedenen, jeweils Licht in un- 
terschiedlichen Farben emittierenden Halbleiterchips 
(12) bestiickt sind. 

15. Beleuchtungselement nach einern der Anspriiche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB in einer Vertie- 5 
fung (11) jeweils mehrere Licht in unterschiedlichen 
Farben emittierende Halbleiterchips (12) angeordnet 
sind. 

16. Beleuchtungselement nach Anspruch 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die eingebrachte VerguB- 10 
masse (15) ein die farbige Lichtemission transformie- 
rendes Konverterpulver enthalt. 

17. Beleuchtungselement nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Konverterpulver aus einem 
Yttriumaluminat dotiert mit Cerium besteht. 15 

18. Beleuchtungselement nach einem der Anspriiche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB die mit Halbleiter- 
chips (12) bestiickte Leiterplatte (10) bzw. das Stanz- 
gitter zur Ausbildung einer fur die Raumbeleuchtung 
einsetzbaren Leuchte in einen mit elektrischen An- 20 
schlussen versehenen Leuchtenkorper (17, 21) mit ei- 
ner wenigstens teilweise lichtdurchlassigen Wandung 
(24) eingesetzt ist. 

19. Beleuchtungselement nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Leuchtenkorper die auBere 25 
Form einer Gluhlampe (17) mit zugehoriger Fassung 
(18) aufweist. 

20. Beleuchtungselement nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Leuchtenkorper die auBere 
Form einer Leuchtstofflampe (21) aufweist. 30 

21. Beleuchtungselement nach einem der Anspriiche 
1 8 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB die lichtdurch- 
lassige Wandung (24) des Leuchtenkorpers (17, 21) 
eine Struktur mit auf ihrer Innenseite angeordneten ge- 
geniiber dem Innenraum konvex gewolbten Linsen auf- 35 
weist. 

22. Beleuchtungselement nach einem der Anspriiche 
18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB der Leuchten- 
korper aus Kunststoff besteht und einstiickig mit dem 
ein vorgegebenes Design aufweisenden, aus Kunststoff 40 
bestehenden Lampenkorper ausgebildet ist. 

23. Verwendung eines nach einem der Anspriiche 1 bis 
22 mit einer in einen Leuchtenkorper integrierten, mit 
Halbleiterchips bestiickten Leiterplatte ausgebildeten 
Beleuchtungselement fur die Ausleuchtung von Ver- 45 
kaufstheken fur Lebensmittel. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



55 



60 



65 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Offenlegungstag: 



DE 19921 684 A1 
H 01 L 25/075 

23. November 2000 




(@) @<H§>) @f 




23 

M 

40 




<?3 <2 




Fig. 2 



Fig. 3 



002 047/233 




002 047/233 



